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１．概要（Summary） 

表面加工されたガラス（TEMPAX）基板上に、自社で

スペーサ（SiO2）を成膜している。このスペーサの高さ精

度が生産プロセスの歩留りに影響を与えるパラメータであ

る。今回、このスペーサの仕上り精度を改善するため、豊

田工業大学研究支援部の設備を利用して、スペーサ高さ

を測定し検証した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
表面形状測定器（段差計） 
【実験方法】 

ガラス基板に 4.9μm、5.0μm、5.1μm の 3 種類の高さ

が違う SiO2 を自社にて成膜し、段差計で高さ測定を行っ

た。サンプルのイメージ図を Fig.1 に示す。 
サンプルの成膜条件は以下の通り： 
(i) SiO2: 4.9μm 
(ii) SiO2: 4.9μm + 0.1μm 
(iii) SiO2: 4.9μm + 0.1μm + 0.1μm 

Fig.1 サンプルの断面イメージ 
  
３．結果と考察（Results and Discussion） 

4.9μm の成膜する際に入

れておいた膜厚モニタ用ガラ

スで膜厚測定を行った。測定

結果を Fig.2 に示す。測定値

は 4.95μm であった。      Fig.2 膜厚測定結果 

サンプルの測定結果を Fig.3 に示す。 
測定結果を考察すると、各 3 種類のサンプルは 0.1μm

毎の高さになっていることが確認できた。 
また以下の２つの課題が確認できた。１つ目は、同じ成

膜条件内で 0.1μm ほどの分布があること、２つ目は全体

的に設計値より 0.1μm 低くなっており、モニタ用ガラスと

比較しても低い値であることが分かった。 

 

Fig.3 スペーサ高さ結果 
今後課題の原因を調査し、精度の高いスペーサ成膜を

目指す。 
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